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一、赛项概述
1. 赛项名称

电子SMT制造职业技能大赛(EMOSC) 。

Electronic SMT manufacturing occupation skills contest.
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2. 赛项组别

高职组: 电子SMT制造工艺和设备编程。
中职组: 电子SMT设备操作。
3. 所属产业类型

电子信息制造产业。

4. 在现行高中职专业目录中的分类

高职: 电子信息大类，制造大类。

中职: 加工制造类。
二、赛项方案设计团队构成
赛项方案设计团队由工业和信息化职业教育教学指导委员会电子信息类专业教学指导委员会牵头, 方案设计团队主要有：南京信息职业技术学院、工业和信息部电子行业职业技能鉴定中心、中国电子学会SMT专业技术资格认证委员会、常州奥施特信息科技有限公司、广东省电子学会、四川省电子学会SMT专委会、西南交通大学、、常州信息职业技术学院、重庆城市管理职业技术学院、东菀职业技术学院、成都技师学院、重庆渝北职教中心等。赛项方案设计团队构成如表1所示，赛项方案设计团队成员名单如表2所示。

表1 赛项方案设计团队构成

	组别
	团队构成
	成员数量
	比例

	高职组
	行业
	9
	40

	
	企业
	4
	20

	
	职业院校
	9
	40

	中职组
	行业
	9
	47

	
	企业
	4
	22

	
	职业院校
	6
	31


表2 赛项方案设计团队成员名单
	组别
	姓名
	单位
	年龄
	职称
	职务
	工作任务
	联系电话

	行业
	张旭翔
	南京信息职业技术学院
	55
	教授
	院长
	总体负责
	025-85842001

	
	周  明
	工业和信息部

电子行业职业技能鉴定中心
	42
	高工
	副主任
	职赛政策赛项申报
	010-68607770

	
	陈艳朋
	EMC期刊
	50
	高工
	总编
	赛项申报
	13686662290

	
	彭志聪
	广东电子学会，

中国电子学会SMT专业技术资格认证委员会
	50
	高工
	秘书长
	评判标准
	13902266366

	
	苏曼波
	四川省电子学会SMT专委会
	74
	高工
	秘书长
	行业标准
	13908188251

	
	魏子凌
	南京市电子学会SMT专委会
	52
	高工
	秘书长
	行业标准
	13951606086

	
	王天曦
	清华大学
	63
	教授
	-
	评判标准
	13651136839

	
	周德俭
	广西工学院
	58
	教授
	校长
	国际标准
	13877207786

	
	祝长青
	江苏电子学会SMT专委会
	51
	研高
	经理
	赛项基地
	13809031545

	
	钟劫
	四川长虹电子公司
	40
	高工
	处长
	企业标准
	13084483883

	
	夏育平
	宁波新泽谷公司
	42
	高工
	总经理
	评判标准
	13705744389

	企业
	龙绪明
	常州奥施特信息科技公司

西南交通大学
	51
	教授
	总经理
	总体设计
	13883054486

	
	李魏俊
	常州奥施特信息科技公司
	26
	讲师
	研发

经理
	软件设计
	15802851425

	
	孔策
	重庆艾申特电子公司
	56
	高工
	总经理
	高职赛项
	13883054486

	
	吕稀
	北京装联合众公司
	42
	工程师
	总经理
	中职赛项
	13439821725

	高职
	韩满林
	南京信息职业技术学院
	57
	教授
	督学
	赛项设计
	18951690296


	
	舒平生
	南京信息职业技术学院
	45
	副教授
	院长
	赛项基地建设
	18951791518

	
	陈必群
	常州信息职业技术学院
	50
	副教授
	副院长
	任务设计
	13861028106

	
	周国烛
	北京电子科技职业技术学院
	45
	教授
	院长
	评判标准
	13810578896

	
	王怀群
	北京工业职业技术学院
	45
	教授
	院长
	任务设计
	13691559738

	
	于洪永
	山东职业技术学院
	40
	教授
	院长
	任务设计
	15853100971

	
	彭勇
	重庆城市管理职业技术学院
	40
	副教授
	副院长
	赛项基地建设
	15922668874

	
	王英
	西南交通大学
	56
	教授
	主任
	软件设计
	13808056984

	
	陈斗雪
	广东科技职业技术学院
	50
	教授
	院长
	评判标准
	18928070633

	
	涂用军
	东菀职业技术学院
	50
	教授
	系主任
	任务设计
	13660018239

	中职
	冯春全
	成都电子信息学校
	40
	副教授
	副校长
	赛项基地建设
	15828089889

	
	张扬群
	重庆渝北职教中心
	50
	教授
	校长
	赛项基地建设
	13509479390

	
	徐国强
	成都技师学院
	60
	副教授
	系主任
	软件设计
	15308238881

	
	吴建宁
	南京高等职校
	40
	副教授
	系主任
	评判标准
	13701409164

	
	扬旭方
	广东省电子信息职业技工学校
	36
	讲师
	校助
	任务设计
	13922794588

	
	庄慈红
	苏州高等职业技术学校
	40
	副教授
	主任
	评判标准
	13182617199


三、赛项简介、目的、意义和特色
1. 赛项简介

中国已经成为全球最大的电子产品制造基地，电子制造业已成为当今第一大产业。“电子SMT制造职业技能大赛(EMOSC)” 因势而生，目的是培养一大批行业急需的、多层次的、具有先进电子制造专业知识和技能的工程技术人员。
电子SMT制造职业技能大赛设立高职组和中职组。高职组（电子SMT制造工艺和设备编程）赛项主要任务是：首先在电子SMT制造职业技能大赛软件平台上，根据大赛组委会指定的电子产品的EDA设计文档，完成SMT生产线工艺设计和设备编程设置；再在实体SMT生产线上，根据所作的设备编程设置，完成电子SMT产品生产，侧重电子制造中的工程设计。中职组（电子SMT设备操作）赛项主要任务是：首先在电子SMT制造职业技能大赛软件平台上，完成SMT生产线及设备的操作；再在实体SMT生产线上，完成电子SMT产品生产，侧重电子制造中的工程应用。
比赛类型：团体赛。学校组队参加，每队一般不超过3人。
比赛方式：参赛选手在“电子SMT制造职业技能大赛平台”上独立完成赛题要求的任务，平台自动评分及统计；各组前10名再在实体SMT生产线上进行。比赛时间为1-2天。
奖项等级：高职组：一等奖2名，二等奖4名，三等奖4名。

中职组：一等奖2名，二等奖4名，三等奖4名。
奖项证书：中国电子学会SMT专业技术资格证书和社保部电子装配工职业技能证书。

China has become the world's largest manufacturing base of electronic products and the electronic manufacturing industry has become the first big industry. The objective of Electronic SMT manufacturing occupation skills contest (EMOSC)is train a large number engineering and technical personnel with multi-level the professional knowledge and skills.
The higher vocational group and secondary group are setted up by EMOSC. The main task of higher vocational education group (SMT manufacturing process and equipment programming) competition is to complete the SMT process design and equipment programming focusing on electronic manufacturing engineering design, according to the EDA design of different electronic products. The main task of Secondary group (SMT equipment operation) is to complete the SMT production line and equipment operation, focusing on engineering application in electronics manufacture.

The type of competition is individual competition. Each team is generally not more than 4 people. The team players do not cooperate game.
The way of competition is the players to finish the tasks required by the tournament in the EMOSC platform, and the platform automatic scores and statistics. The competition time is 3 hours.
Award grade: vocational group: 2 first prize, two prize 4, three prize 9.

Secondary group: 2 first prize, two prize 4, three prize 9.
Award certificate: The electronics SMT professional and technical qualification certificate of the Chinese Institute of and the  electronic assembly occupation skills certificate of the Social Security Department.
2. 赛项目的

培养一大批行业急需的、多层次的、具有先进电子制造专业知识和技能的工程技术人员。

3. 赛项意义

当今世界随着市场竞争的日益加剧以及全球化市场的形成，先进电子SMT制造技木已成为一个国家在市场竞争中或战场对抗中获胜的支柱。改革开放后的二十余年的发展，中国就已经成为全球最大的电子产品制造基地，改写了世界电子工业的格局。电子制造业已超过任何其它的行业，成为当今第一大产业。

电子制造技术是一项集当今世界最先进科技成果于一体的综合性交叉式边缘学科，是一个及其庞大和复杂的系统工程和综合技术。因此，培养一大批满足科技和制造业发展需要的、掌握先进电子制造技术的、具有创新意识和实践能力的高素质专业人才已变得极为迫切。2000年之后一部分高校开始在电子实践教学中增加SMT教学内容。目前，全国1000多所高中职校设有电子制造技术相关课程，全国200多所高中职校建有电子SMT制造生产线和设备技术，但无资金和产品开动生产线用于学生实训，只能参观，造成电子制造技木教学和职赛的困境。
教育部[2006]16号文件《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》中提出信息化是教育现代化的必由之路，虚拟仿真实训承载着中国职业教育实现现代化的重任，它是推动我国职业教育内涵建设的重要突破口，也可以说是当前能够找到的唯一有效的突破口——中国特色。教育部实施“中国数字教育2020行动计划”的 2020目标是建成1500套虚拟仿真系统。

常州奥施特信息科技有限公司开发的全球唯一的“电子SMT虚拟制造(教学培训)系统”和 “SMT专业技术资格认证培训和考评平台AutoSMT-VM1.1”， 性能优，功能强，交互性强，操作性好，兴趣性高，彻底改变了传统的一把烙铁学电子的局面，彻底解决了目前电子SMT制造教学困境。到2013年6月止，全国30多所高中职校采用该产品，预计2014年底全国达到60多所。
全国职业教育技能大赛没有“电子SMT制造技能比赛”，与社会的需求差距很大，所以必须设立全国职业教育电子制造技能大赛，在“电子SMT虚拟制造(教学培训)系统” 基础上设计“电子SMT制造职业技能大赛软件平台”， 并在实体SMT生产线上完成竞赛任务，开展电子SMT制造技能大赛具有重大意义。

4. 赛项方案的特色与创新点

（1）真实性

与国际先进电子SMT制造技术和各种世界著名公司的SMT关键设备技术接轨（Yamaha、Fuji、Seimens、Panasonic、MPM、DEK、GKG、Heller、EASA、ANDA、Aleader、VATA….）。
（2）层次性

高职组: 电子SMT制造工艺和设备编程
中职组: 电子SMT设备操作

（3）通用性和灵活性

赛题内容根据不同的电子产品和设备灵活设置。

（4）实操性

高职组和中职组赛项均以理实一体的方式体现职业岗位对选手理论素养和操作技能的要求，将理论素养水平测试融入比赛实操内容，并设置评判标准。

（5）公正性

由赛委会在平台上选择出题，参赛选手在平台上比赛，平台自动批卷及统计，避免人为因素。

（6）先进性

将出题、比赛、评分和管理有机集成到一个云网络平台上。

（7）安全性

比赛在“电子SMT制造技能大赛平台” 计算机网络上进行，安全可靠。

四、赛项方案设计

1. 赛项设计原则

（1）技术规范
电子SMT制造职业技能大赛平台按照国际、行业和企业标准和规范进行设计，又适合学生比赛，并与职业或行业资格证书等级挂钩。

（2）参赛条件
设有电子制造技术相关课程的高、中职校。
（3）赛区基地
在北京、南京、重庆、深圳设立电子SMT制造职业技能大赛基地，由有已采用 “电子SMT虚拟制造(教学培训)系统”或 “SMT专业技术资格认证培训和考评平台” 或有实体SMT生产线的学校申报，由大赛执委会评定。

（4）大赛平台

大赛平台由企业支持，并只安装到大赛执委会评定的大赛基地的学校。
2.比赛样题

（1）高职组: 电子SMT制造工艺和设备编程
1）软件实操竞赛
根据大赛组委会指定的电子产品的PCB板的EDA设计文档（SMC在B面，THT在A面），试通过“电子SMT制造技能大赛软件平台”，完成SMT生产线工艺设计和设备编程设置，包括：

①SMT生产线工艺设计：先进行PCB仿真，再选择PCB组装方式；再设计SMT生产线工艺流程；最后进行工艺仿真，判断是否正确，再修改。

②根据PCB设计，完成SMT设备编程设置，包括：
· 丝印机GKG编程：设计模板；标号示教；设置印刷参数和程式。

· 贴片机Yamaha YG编程：设置贴装参数和建立贴装程式。

· 点胶机Panasert HDF编程：设置点胶参数和建立点胶程式。

· 回流焊Heller编程：回流温度曲线设计；设置回流参数和建立回流程式。

· 插件机XG4000编程：设置挿件参数和建立挿件程式。

· 波峰焊ANDA编程：波峰温度曲线设计；设置波峰参数和建立波峰程式。
2）实体制造竞赛
在实体SMT生产线上，根据所作的设备编程设置，完成电子SMT产品生产，制造出合格的SMA组件。
（2）中职组: 电子SMT设备操作

1）软件实操竞赛
根据大赛组委会指定的电子产品的PCB板的EDA设计文档（SMC在B面，THT在A面），试通过“电子SMT制造技能大赛平台”，完成SMT设备操作，包括：

①生产准备：元件选取，产品程式输入
②生产操作：

· 上料：载入模板，载入焊膏，上送料器

· 开机：丝印机（GKG），贴片机（Yamaha），回流焊（Heller）

· 生产线运行：上PCB板，生产线运行，下PCB板

③生产故障处理：

· 丝印机（GKG）：缺焊膏，网板塞孔

· 贴片机（Yamaha）：贴片缺料，贴装飞件

· 回流焊（Heller）：加热区温度升不位，传送带不动作
· AOI检测：桥接，虚焊，元器件移位
2）实体制造竞赛
在实体SMT生产线上，根据所作的软件实操规程，完成电子SMT产品生产，生产出合格的SMA组件。
3. 比赛内容与评分方法
高职组（电子SMT制造工艺和设备编程）比赛内容与规则如表3所示，中职组（电子SMT设备操作）比赛内容与规则如表4所示，

表3 高职组（电子SMT制造工艺和设备编程）比赛内容与规则

	比赛

项目
	必赛题
	可选赛题
	比赛内容

与规则
	评分方法

与细则

	1.软件实操竞赛
	总分：100分

	电子产品PCB设计输入
	输入
	ⅠA型 单面全表面组装
	根据赛题，正确选择PCB设计类型
	总分：为5分；

得分：正确选择，得分为5分，否则为0分。

标准：行业IPC。

	
	
	ⅠB型 双面全表面组装
	
	

	
	
	ⅡA型 双面混装
	
	

	
	
	ⅡB型 双面混装
	
	

	
	
	ⅡC型 双面混装
	
	

	
	
	Ⅲ型 双面混装
	
	

	SMT生产线工艺设计
	设计SMT生产线工艺流程
	工艺流程和仿真
	1.根据PCB设计类型先进行PCB仿真；

2.再选择PCB组装方式；3.最后设计SMT生产线工艺流程；

4.进行工艺仿真，判断是否正确，再修改。
	1.总分：为15分；

2.组装方式得分：正确选择，得5分,否则为0分；

3.工艺流程得分：每个工序设置正确置1，否则置0，M=10×((1+1+0+.)/N )

4.标准：行业IPC。

	丝印机

编程
	模板设计
	MPM AccuFlex
	1.根据PCB设计的元器件类型，设计模板；

2.标号Mark点示教；

3.根据PCB设计，设置印刷参数；

4.进行工作过程仿真，判断是否正确，再修改。
	1.总分：为15分；

2.模板得分：正确选择，得5分；

3. Mark点示教得分：正确选择，得2分；

4.印刷参数得分：每个参数设置正确置1，否则置0，M=8×((1+1+0+.)/N )

5.标准：行业IPC。

	
	
	GKG
	
	

	
	
	DEK
	
	

	贴片机

编程
	编程
	动臂式Yamaha YG
	1.根据PCB设计，设置贴片参数：

1）PCB基板(原点，拼板校正，标号)；

2）元器件（送料器分配，吸嘴，拾片，贴片，视觉对中）；

2.建立贴装程式；

3.进行工作过程仿真，判断是否正确，再修改。
	1.总分：为20分；

2. 贴片参数得分：每个参数设置正确置1，否则置0，M=15×((1+1+0+.)/N )

3.贴装程式得分：正确得5分；

5.标准：行业IPC。

	
	
	模块式FUJI NEX 
	
	

	
	
	转塔型Panasonic MSR 
	
	

	
	
	动臂式Samsung CM
	
	

	
	
	动臂式Samsung CP
	
	

	
	
	动臂式Juki KE
	
	

	
	
	复合式Seimens Pro
	
	

	点胶机

编程
	编程
	Panasert HDF
	1.根据PCB设计，设置点胶参数：点胶量、S&R拼版图形、旋转方向等;

2.建立点胶程式；

3.进行工作过程仿真，判断是否正确，再修改。
	1.总分：为10分；

2. 贴片参数得分：每个参数设置正确置1，否则置0，M=6×((1+1+0+.)/N )

3. 点胶程式得分：正确得4分；

5.标准：行业IPC。

	回流焊

编程
	温度曲线

设计
	Vitronic 
	1.回流温度曲线设计；

2.设置回流参数：工作状态、温区设置、传输速度、冷却控制；

3.进行工作过程仿真，判断是否正确，再修改。
	1.总分：为15分；

2. 回流参数得分：每个参数设置正确置1，否则置0，M=10×((1+1+0+.)/N )

3. 温度曲线得分：正确得5分；

5.标准：行业IPC。

	
	
	Heller 
	
	

	
	
	ERSA
	
	

	
	
	Suneast
	
	

	波峰焊

编程
	温度曲线

设计
	ANDA 
	1.波峰温度曲线设计；

2.设置波峰参数：工作状态、温区设置、传输速度；

3.进行工作过程仿真，判断是否正确，再修改。
	1.总分：为10分；

2. 波峰参数得分：每个参数设置正确置1，否则置0，M=6×((1+1+0+.)/N )

3. 温度曲线得分：正确得4分；

5.标准：行业IPC。

	
	
	ERSA
	
	

	
	
	ERSA选择焊
	
	

	插件机

编程
	编程
	卧式挿件机XG4000
	1.根据PCB设计，设置挿件参数：挿件功能代码等;

2.建立挿件程式；

3.进行工作过程仿真，判断是否正确，再修改。
	1.总分：为10分；

2. 挿件参数得分：每个参数设置正确置1，否则置0，M=6×((1+1+0+.)/N )

3. 挿件程式得分：正确得4分；

5.标准：行业IPC。

	
	
	立式挿件机XG3000
	
	

	2.实体制造竞赛
	总分：100分

	SMT产品生产
	SMA组件制造
	丝印机
贴片机
回流焊
	在实体SMT生产线上，根据所作的设备编程设置，完成电子SMT产品生产，生产出合格的SMA组件。
	1丝印机得分：为20分；

2.贴片机得分：为30分；

3.回流焊得分：为20分；
4.合格的SMA得分：为30分；
5.标准：行业IPC。


表4中职组（电子SMT设备操作）比赛内容与规则

	比赛

子项目
	必赛题
	可选赛题
	比赛内容

与规则
	评分方法

与细则

	1.软件实操竞赛
	总分：100分

	生产

准备


	产品

EDA输入


	ⅠA型 单面全表面组装
	根据赛题，正确选择PCB设计类型。
	总分：为4分；

得分：正确选择，得分为4分，否则为0分。

标准：行业IPC。

	
	
	ⅠB型 双面全表面组装
	
	

	
	
	ⅡA型 双面混装
	
	

	
	
	ⅡB型 双面混装
	
	

	
	
	ⅡC型 双面混装
	
	

	
	
	Ⅲ型 双面混装
	
	

	
	元件选取
	
	1.根据产品EDA输入,先进行PCB仿真；

2.根据PCB仿真元器件清单, 从元器件素材库选择元器件类型。
	1.总分：为10分；

2. 元件选取得分：每个工序设置正确置1，否则置0，M=10×((1+1+0+.)/N )

3.标准：行业IPC。

	
	产品

程式输入
	丝印机（MPM，GKG，DEK）
	进入每个设备界面, 调用CAM程式。
	1.总分：为6分；

2.得分：每个设备调用正确置1，否则置0，M=6×((1+1+0+.)/3 )

3.标准：企业。

	
	
	贴片机（Yamaha，Samsung CM，Juki KE，FUJI ，Panasonic）
	
	

	
	
	回流焊（Vitronic，Heller ，Suneast）
	
	

	生产

操作


	上料
	载入模板
	在SMT生产线虚拟场景中，通过鼠标点击，完成每个设备操作。
	1.总分：为15分；

2.得分：每个设备操作正确置1，否则置0，M=10×((1+1+0+.)/N )

3.标准：企业。

	
	
	载入焊膏
	
	

	
	
	上送料器
	
	

	
	开机
	丝印机（MPM，GKG，DEK）
	
	1.总分：为15分；

2.得分：每个设备操作正确置1，否则置0，

M=10×((1+1+0+.)/N )

3.标准：企业。

	
	
	贴片机（Yamaha，，Samsung CM，Juki KE，FUJI ，Panasonic）
	
	

	
	
	回流焊（Vitronic，Heller ，Suneast）
	
	

	
	生产线

运行
	
	1．上PCB板
2．生产线运行
3．下PCB板
	1.总分：为5分；

2.得分：操作正确置1，否则置0，M=5×((1+1+0+.)/N )

3.标准：企业。

	生产故障处理


	丝印机


	缺焊膏
	1．在SMT生产线虚拟场景中，报警闪烁故障类型；
2．选择原因，通过鼠标点击，完成处理操作。
	1.总分：为5分；

2.得分：操作正确置1，否则置0，M=5×((1+1+0+.)/N )

3.标准：企业。

	
	
	网板塞孔
	
	1.总分：为10分；

2.得分：操作正确置1，否则置0，M=10×((1+1+0+.)/N )

3.标准：企业。

	
	贴片机
	贴片缺料
	1．在SMT生产线虚拟场景中，报警闪烁故障类型；
2．选择原因，通过鼠标点击，完成处理操作。
	1.总分：为5分；

2.得分：操作正确置1，否则置0，M=5×((1+1+0+.)/N )

3.标准：企业。

	
	
	贴装飞件
	
	1.总分：为10分；

2.得分：操作正确置1，否则置0，M=10×((1+1+0+.)/N )

3.标准：企业。

	
	回流焊
	加热风电机异常，加热区温度升不到设置温度
	1．在SMT生产线虚拟场景中，报警闪烁故障类型；
2．选择原因，通过鼠标点击，完成处理操作。
	1.总分：为10分；

2.得分：操作正确置1，否则置0，M=10×((1+1+0+.)/N )

3.标准：企业。

	
	AOI检测
	桥接
	1．在SMT生产线虚拟场景中，报警闪烁故障类型；
2．选择原因，通过鼠标点击，选择解决方法。
	1.总分：为5分；

2.得分：选择正确置1，否则置0，M=5×((1+1+0+.)/N )

3.标准：行业IPC。

	
	
	虚焊
	
	

	
	
	元器件移位
	
	

	2.实体制造竞赛
	总分：100分

	SMT产品生产
	SMA组件制造
	丝印机
贴片机
回流焊
	在实体SMT生产线上，所作的软件实操规程，完成电子SMT产品生产，生产出合格的SMA组件。
	1丝印机得分：为20分；

2.贴片机得分：为30分；

3.回流焊得分：为20分；
4.合格的SMA得分：为30分；
5.标准：行业IPC。


五、比赛方式、评分和奖项
1.比赛方式

比赛方式：比赛先在“电子SMT制造职业技能大赛软件平台” 计算机网络上进行，各组前10名再在实体SMT生产线上进行。
比赛类型：团队赛。

比赛组队：学校组队参加，每队一般不超过3人。不邀请境外代表队参赛。

2. 比赛时间安排与流程

比赛时间：1-2天。

比赛流程：参赛选手先在“电子SMT制造职业技能大赛软件平台”上独立完成赛题要求的任务，平台自动评分及统计。各组前10名再在实体SMT生产线上独立完成赛题要求的任务，由评委专家评分及统计。

3. 评分

评分标准：按照国际、行业和企业标准和规范。
评分方法：软件平台自动评分及统计，实体SMT生产线由评委专家评分及统计。
评分细则：如表3和表4所示。

4. 奖项设置

奖项名称：高职组：电子SMT制造技能高职大赛。
中职组：电子SMT制造技能中职大赛。
奖项等级：高职组：一等奖2名，二等奖4名，三等奖9名。

中职组：一等奖2名，二等奖4名，三等奖9名。
奖项证书：

（1）中国电子学会SMT专业技术资格证书

高职组：一等奖（助理工程师），二等奖（见习工程师）。

中职组：一等奖（见习工程师），二等奖（技术员）。
（2）社保部电子装配工职业技能证书
高职组：一等奖（高级工），二等奖（高级工）。

中职组：一等奖（中级工），二等奖（中级工）。
奖项评定：根据平台自动评分的分数和评委专家评分的分数，统计排序结果，由赛执委或赛项专家组决定获奖名单。
六、合作企业
1. 常州奥施特信息科技有限公司

常州奥施特信息科技有限公司依托西南交通大学而建设，专注开发先进电子制造产业中的高新技术和高端产品。现有项目团队具有30余位较高的学术水平和创新能力专业技术人才，80%以上人员是硕士。具有很强的电子制造项目的总体设计、控制、视觉和软件技术开发能力和创业能力。常州奥施特公司是江苏省民营科技企业、江苏省优秀软件企业、江苏省质量诚信双十佳单位，常州奥施特公司的产品荣获多项国家软件著作权和国家发明专利。是“中国电子学会SMT技术资格认证委员会” 唯一认定的全国SMT认证师资培训中心。

设备与技术支持：电子SMT制造职业技能大赛平台。根据赛区情况支持1～4套平台。
经费支持：1. 电子SMT制造职业技能大赛平台：90万元/套

2.中国电子学会SMT专业技术资格证书：0.15万元/个×30个=4.5万元。
2.重庆艾申特电子科技有限公司

重庆艾申特电子科技有限公司是一家专业从事电子信息产品研发生产和教学培训的科技型企业。公司拥有2500平方米的现代化电子生产厂房，现有员工80多名，其中高级工程师2名，中级技术职称技术人员10多名。公司拥有SMT生产线，THT生产线，产品测试生产线，产品组装生产线，公司已通过ISO9001质量体系认证。

重庆艾申特电子科技有限公司能够为校企合作提供通信实训室、SMT实训室、PCB实训室和物联网实训室的方案设计，设备配置组线、教师及学生实习培训，电子产品生产，专业课教学，SMT初中级职业资格培训和认证，科研项目的合作设计，学生的顶岗实习及就业推荐全方位服务。

设备与技术支持：电子SMT制造技能大赛平台。根据赛区情况支持1～4套平台。
经费支持：1. 电子SMT制造职业技能大赛平台：90万元/套

2.中国电子学会SMT专业技术资格证书：0.15万元/个×30个=4.5万元。

六、赛项使用设备平台
1. 赛项使用设备平台的相关标准

国际IPC标准：表面贴装工艺IPC-A-610，表面贴装设计与焊盘结构标准IPC-SM-782，表面贴装设备性能检测方法IPC 9850。

行业标准：表面组装工艺通用技术要求SJ/T10670-1995，印刷板组装件装联技术要求SJ/T10565-94。

企业规范：MPM，GKG，DEK，Yamaha，FUJI，Panasonic，Samsung，Seimens，Vitronic，Heller，ERSA，Suneast，ANDA等。

2. 建议使用的比赛器材和技术平台
（1） 设备名称：电子SMT制造职业技能大赛平台（全球唯一）。

赞助制造商：常州奥施特信息科技有限公司。
（2）设备名称： SMT生产线（4条）。

电子SMT制造职业技能大赛基地，有实体SMT生产线的学校
3. 教学资源转化建设方案
采用 “电子SMT虚拟制造(教学培训)系统”或 “SMT专业技术资格认证培训和考评平台” 或有实体SMT生产线的学校，可应用于电子SMT制造技能大赛的教学培训。
七、经费预算与保障方案

1.经费预算
1）电子SMT制造职业技能大赛平台：90万元/套×4套=360万元。

2）SMA组件的元器件、PCB板和工艺材料：200元/套×60套=1.2万元。
3）中国电子学会SMT专业技术资格证书：0.15万元/个×30个=4.5万元。

3）比赛管理费用：

①赛执委或赛项专家组劳务费：0.3万元/人×10人=3万元；

②管理费用：2万元。

2. 保障方案

1）电子SMT制造职业技能大赛平台：大赛组委会指定赛区学校后（已采用 “电子SMT虚拟制造(教学培训)系统”或 “SMT专业技术资格认证培训和考评平台”的学校），赞助制造商免费安装电子SMT制造职业技能大赛平台。
2）中国电子学会SMT专业技术资格证书：由中国电子学会SMT专业技术资格认证委员会和常州奥施特信息科技有限公司免费支持。
3）比赛管理费用：由赛区学校和常州奥施特信息科技有限公司免费支持。

八、比赛组织与管理
1.比赛组织
电子SMT制造技能大赛设立组织委员会，主要组织单位、协办单位的任务分工，各单位工作职责如表5所示。
表5 主要组织单位、协办单位的任务分工
	组别
	单位
	工作任务

	组织单位
	南京信息职业技术学院
	总体负责

	
	工业和信息部电子行业职业技能鉴定中心
	职赛政策，赛项申报

	
	成都电子信息学校
	组织实施，赛项基地建设

	
	中国电子学会SMT专业技术资格认证委员会
	评判标准，组织实施

	
	常州奥施特信息科技公司
	总体设计

	
	四川省电子学会SMT专委会
	行业标准

	
	EMC期刊
	赛项申报

	协办单位

	高职
	南京信息职业技术学院
	组织实施，赛项基地建设

	
	
	北京电子科技职业技术学院
	赛项基地建设

	
	
	山东职业技术学院
	赛项基地建设

	
	
	重庆城市管理职业技术学院
	赛项基地建设

	
	
	广东科技职业技术学院
	赛项基地建设

	
	
	北京装联合众公司
	高职赛项

	
	中职
	重庆渝北职教中心
	赛项基地建设

	
	
	成都技师学院
	赛项基地建设

	
	
	苏州高等职业技术学校
	赛项基地建设

	
	
	东莞市电子科技学校
	赛项基地建设

	
	
	重庆艾申特电子公司
	中职赛项


2. 筹备工作进度时间表

筹备工作进度时间表如表6所示。
表6 筹备工作进度时间表
	时间
	工作任务

	2013.6-8
	赛项申报材料

	2013.9-12
	赛项申报，赛项设计

	2014.1-4
	赛项基地建设，赛项宣传

	2014.5-6
	赛项执行


3.筹备人员及裁判人员组成

电子SMT制造技能大赛设立组织委员会、执行委员会和裁判委员会，人员组成如表7所示。
表7 筹备人员及裁判人员组成
	组别
	姓名
	单位
	年龄
	职称
	职务

	组织委员会
	张旭翔
	南京信息职业技术学院
	45
	教授
	院长

	
	周  明
	工业和信息部电子行业职业技能鉴定中心
	42
	高工
	副主任

	
	苏曼波
	四川省电子学会SMT专委会
	74
	高工
	秘书长

	
	彭志聪
	中国电子学会SMT专业技术资格认证委员会
	50
	高工
	秘书长

	
	周德俭
	广西工学院
	58
	教授
	校长

	
	张扬群
	重庆渝北职教中心
	50
	教授
	校长

	
	王天曦
	清华大学
	63
	教授
	-

	
	陈必群
	常州信息职业技术学院
	50
	副教授
	副院长

	
	钟劫
	四川长虹电子公司
	40
	高工
	处长

	
	夏育平
	宁波新泽谷公司
	42
	高工
	总经理

	执行委员会
	龙绪明
	常州奥施特信息科技公司
	51
	教授
	总经理

	
	韩满林
	南京信息职业技术学院
	57
	教授
	督学

	
	舒平生
	南京信息职业技术学院
	45
	副教授
	院长

	
	冯春全
	成都电子信息学校
	40
	副教授
	副校长

	
	孔策
	重庆艾申特电子公司
	56
	高工
	总经理

	
	陈艳朋
	EMC期刊
	50
	高工
	总编

	
	祝长青
	江苏电子学会SMT专委会
	51
	研高
	经理

	
	吕稀
	北京装联合众公司
	42
	工程师
	总经理

	
	詹明涛
	常州奥施特信息科技公司
	26
	工程师
	行政经理

	
	李梦沙
	中国电子学会SMT专业技术资格认证委员会
	27
	工程师
	秘书

	裁判委员会
	高职
	舒平生
	南京信息职业技术学院
	45
	副教授
	院长

	
	
	陈必群
	常州信息职业技术学院
	50
	副教授
	副院长

	
	
	周国烛
	北京电子科技职业技术学院
	45
	教授
	院长

	
	
	王怀群
	北京工业职业技术学院
	45
	教授
	院长

	
	
	于洪永
	山东职业技术学院
	40
	教授
	院长

	
	
	彭勇
	重庆城市管理职业技术学院
	40
	副教授
	副院长

	
	
	陈斗雪
	广东科技职业技术学院
	50
	教授
	院长

	
	
	涂用军
	东菀职业技术学院
	50
	教授
	系主任

	
	
	龙绪明
	西南交通大学
	51
	教授
	总经理

	
	
	吕稀
	北京装联合众公司
	42
	工程师
	总经理

	
	中职
	冯春全
	成都电子信息学校
	40
	副教授
	副校长

	
	
	徐国强
	成都技师学院
	60
	副教授
	系主任

	
	
	吴建宁
	南京高等业技术学校
	40
	副教授
	系主任

	
	
	扬旭方
	广东省电子信息职业技工学校
	36
	讲师
	校助

	
	
	庄慈红
	苏州高等职业技术学校
	40
	副教授
	主任

	
	
	孔策
	重庆艾申特电子公司
	56
	高工
	总经理

	
	
	夏育平
	宁波新泽谷公司
	42
	高工
	总经理


